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Zukunft autonomes Fahren :

Elementare Designregeln als
Schlüssel des Erfolgs

Autonome Mobilität ?

Undenkbar ohne Elektronische Baugruppen !

Der AK Design des ZVEI informiert Sie über seine
Regelwerke für das CAD-Design, die Leiterplatten-
fertigung und die Baugruppenproduktion.
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Zukunft Autonomes Fahren

Eine elementare Voraussetzung für das autonome Fahren ist die zuverlässige 
Kommunikation zwischen Systemen. Das setzt den superschnellen Austausch 
großer Datenvolumina voraus.
Um handeln zu können, muß die Elektronik eines autonomen Fahrzeuges 
optische, akustische, thermische, physikalische und chemische Szenarien im 
Nah- und Fernbereich vollständig und irritationsfrei erfassen und analysieren.

Differential Microstrip                                         Entwärmung                                                         Via-Strategie

Bildquelle Arnold Wiemers
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Zukunft Autonomes Fahren

EMV, Signal- und Powerintegrität dominieren die 
Highspeed- und Highpower-Baugruppen für das 
autonome Fahren. Der Umbruch in der Leiterplat-
ten- und Baugruppentechnologie wird schnell 
kommen.
Technologischer Erfolg setzt voraus, die Gesetze 
der Physik zu respektieren - und klug zu nutzen.
Die Bedeutung der Elektronik in unserer Welt 
verleit Designregeln eine wirtschaftspolitische 
Komponente. 
Wir dürfen uns nicht an Designregeln orientieren, 
die uns nur mit Zeitverzögerung zugänglich sind.

Wir müssen selbst handeln.

Signalanstiegszeit
Signalgeschwindigkeit

Grafik
Arnold Wiemers
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Zukunft Autonomes Fahren

CAD-Design
Kompakte Geometrien mit 100µm-Vias 
und -Leiterbahnen für ein Highspeed-
Design.

Leiterplattentechnologie
Superspeed-Transfer : Eingebettete elek-
tronische Bauteile in einem Multilayer.

CAD-Layout    Bildquelle Arnold Wiemers
Embedded Components innerhalb eines FR4-Multilayers

Bildquelle ILFA modifiziert Wi
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Zukunft Autonomes Fahren

Baugruppenproduktion
Bestückung der elektromechanischen 
Komponenten und Montage des Gerätes.
Test
Prüfung der Funktion von Leiterplatten, 
Komponenten und Baugruppen.

Bildquelle Arnold WiemersBaugruppenproduktion und Gerätemontage

IST-Testcoupon
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Arnold Wiemers

Gruppe 4 Leiterplattentechnologie
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Gruppe 4 : Leiterplattentechnologie

Leiterplatten vermitteln zwischen
den geometrischen Vorgaben des
CAD-Layout-Designs einerseits
und der Produktion und der
Inbetriebnahme der Baugruppe
andererseits.

Bildquelle

ELEKTRONIKPRAXIS 12-2015

Baugruppe um 1950

CAD-Layout                                                          Leiterplatte                                              Baugruppe

Bildquelle  Arnold Wiemers      Baugruppe um 2009
"Die Leiterplatte 2010" von Gerhard Eigelsreiter/Unitel
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Gruppe 4 : Leiterplattentechnologie

Regel (Layout, Leiterplatte, Baugruppe)

Die Disziplinen CAD-Layouterstellung, Leiterplattenfertigung und 
Baugruppenproduktion bedingen sich gleichwertig gegenseitig.

CAD Das CAD-Layout liefert die Fertigungsdokumente für
die Produktion der Leiterplatte und der Baugruppe.

Leiterplatte Die Leiterplattentechnologie liefert die Konstruktions-
vorgaben für die Erstellung des CAD-Layoutes und stellt 
die Leiterplatten für die Baugruppenproduktion bei.

Baugruppe Die Baugruppentechnologie definiert die Anforderungen 
an die Qualität der Leiterplatte und des Layouts.
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Gruppe 4 : Leiterplattentechnologie

Regel (Formulierung von Designregeln)

Die Formulierung von Designregeln ist nur möglich über die Analyse der 
Fertigungsbedingungen für die Leiterplatten- und Baugruppenproduktion.
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Leiterplattentechnologie : Dokumente des AK Design

Basismaterial
Das Basismaterial ist wichtig für die technisch-
physikalische Funktion elektronischer Baugruppen.
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Leiterplattentechnologie : Dokumente des AK Design

Bohrungen : AspectRatio
Die galvanische Kontaktierbarkeit eines Vias ist für die 
Auswahl des minimalen Viadurchmessers bedeutsam.
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Leiterplattentechnologie : Dokumente des AK Design

Endoberfläche
Mit der Festlegung der Endoberfläche wird die Qualität 
der Lot-Benetzung während des Lötens beeinflußt.
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Leiterplattentechnologie : Dokumente des AK Design

Drucke und Lacke
Drucke und Lacke schützen die Leiterplattenoberfläche 
und sichern den zuverlässigen Betrieb der Baugruppe.
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Leiterplattentechnologie : Dokumente des AK Design

Multilayerdokumentation
Die Dokumentation eines Multilayers präzisiert die 
Leistungsbeschreibung und Reproduzierbarkeit.
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Arnold Wiemers

Gruppe 8 Produktbeispiele für konkrete Aufgaben
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Gruppe 8 : Produktbeispiele für konkrete Aufgaben

Die elementaren Designregeln für die Konstruktion 
und Fertigung von Leiterplatten sind variantenreich 
und zunehmend von Nebenbedingungen geprägt.

Die interdisziplinäre Beschreibung von detaillierten 
Produktbeispielen löst diese Komplikation.

Bildquelle  Arnold Wiemers     
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Gruppe 8 : Produktbeispiele für konkrete Aufgaben

Leiterplattendokumentation / einseitig
Baugruppen auf der Basis einseitiger Leiterplatten 
gelten als einfach. Ein Konzept ist jedoch unerlässlich.
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Gruppe 8 : Produktbeispiele für konkrete Aufgaben

Leiterplattendokumentation / Highspeedmultilayer
"First Time Right". Das geht, wenn die Möglichkeit 
besteht, auf der Basis konkreter Konzepte zu lernen.
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Mit den notwendigen Informationen im Netzwerk intelligent ans Ziel
Sichern Sie sich aktuelles Wissen und arbeiten Sie aktiv im ArbeSichern Sie sich aktuelles Wissen und arbeiten Sie aktiv im Arbeitskreis mit!itskreis mit!

Bildquelle: ZVEI Flyer AK Design Chain
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Design Chain für Elektronik Systeme
Wissenspool für den Ablauf in der elektronischen Produktentwicklung
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Anhang
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Arnold Wiemers

Nach naturwissenschaftlichem Studium ab 1980 selbstständig als 
Softwareentwickler für die Kalkulation, die Fertigungsabläufe und 
Fertigungsleitsteuerung von Leiterplatten.
Ab 1983 angestellter Geschäftsführer für den Fachbereich CAD 
der ILFA GmbH. In den 1990er Jahren Aufbau der CAM.
Ab 2000 Technologieberatung für komplexe Leiterplatten.

Seit 2009 Technischer Direktor der LeiterplattenAkademie GmbH.
Fachseminare zur Leiterplatten- und  Baugruppentechnologie. 
Mitarbeit am Schulungskonzept der entsprechenden Fachver-
bände. Aktives Mitglied im AK-Design des ZVEI.

Förderung der Ausbildung an Fach- und Hochschulen. 
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Kurzportrait: Ilfa
Branche Leiterplattenproduktion

Dienstleistungen Starre, flexible und starrflexible Leiterplatten / Ultra 
Thin Multilayer / Blind-, Buried-, Stacked Vias / Pluggen / Impedanzkontrol-
lierte Leiterbahnen / Mikrofeinstleiter bis 50 µm / Embedded Components / 
Integriertes Mikrokühlsystem (ILFACOOL) / HF- und Leistungstechnik / EMV 
gerechte Leiterplatten / Hybridmultilayer / Kantenmetallisierung / Elektro-
Optische Leiterplatten / Multilayer bis 32 Lagen / CAD-Design / Scan-
Service / Machbarkeitsanalyse / Bestückung (…über Partnerunternehmen)

Historie Das inhaber- und gründergeführte Unternehmen 
ILFA (~ Industrielle Leiterplattenfertigung aller Art) entwickelt und produziert 
seit über 37 Jahren Leiterplattentechnologie im High-Tech-Segment. 

Standorte Firmensitz 30559 Hannover Lohweg 3
Niederlassung 01723 Kesselsdorf Am Wüsteberg 3
Dresden 

Kennzahlen 18 Mio. € Umsatz / a            190 Mitarbeiter

Zertifizierungen DIN ISO EN 9001, DIN ISO EN 14001, DIN ISO EN 
50001 / UL CERTIFICATE / CERTIFIED COMPLIANCE TO IPC 6010-
SERIES & SM 840, IPC QL-653 und IPC A-600


